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SP2337/8DP 数据应用手册 

 

1  概述 
    SP2337/8DP 系采用低功耗 CMOS 工艺设计的 UART 多串口扩展芯片 可将

一个高波特率 UART 串口扩展为三个较高波特率 UART 串口 它主要为解决大

多数 8 位 16 位及 32 位单片机 UART 接口太少 绝大多数只有一个 UART 串

口 而特别设计的专用串行口扩展芯片 同时该芯片也很好地解决了许多使用双

串口单片机的串口配置问题 能大大缩短开发周期 降低开发成本和生产成本  
2  特性 
 宽工作电压 2 4V~5 5V  
 低工作电流 典型电流 4 4mA 子串口为 9600bps VCC=5 0V  
 高工作速率 1200bps~9600bps( 可由晶振频率设定任意非标准波特率)  
 波特率设置简单 不需软件设置只需更改输入时钟频率即可  
 全双工异步工作 四个 UART 串口都为全双工异步工作模式  
 节电模式 进入节电模式后典型静态电流约为 0 5uA  
 自动唤醒 任意串口的接收端接收到数据时自动唤醒  
 波特率误差小 每个串口的数据输出波特率误差小于 0 25%  
 接收波特率范围宽 每个串口的数据波特率误差小于 2 5%即可正确接收  
 数据传输误码率极低 小于 10  9(接收的数据波特率误差小于 2%时)  

3  应用领域 
 采用电池供电的手持数据采集或通信设备 仪器  
 工业控制 有线及无线数据传输系统 设备  
 低速工业用 MODEM 池 多路 MODEM   
 取代部分多串口卡应用 降低系统成本 减少串口连接电缆数量提高系统稳

定性和可靠性  
 其他对成本 功耗敏感的多路数据传输 控制系统  
 多路需要同时进行电气隔离 如光电隔离 传输的系统  

4  引脚说明 
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                                           图 1    DIP 和 SOIC 封装 
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                 图 2      SSOP 封装 
 

表 1 
管  脚   名  

称 
管  脚  编  号  

( DIP SOIC ) 
管脚编号    
( SSOP ) 

管  脚
类  型 管   脚   描   述 

ADRI0 18 20 I 串口 3 数据接收地址线低 

ADRI1 17 19 I 串口 3 数据接收地址线高 

ADRO0 1 1 O 串口 3 数据发送地址线低 

ADRO1 2 2 O 串口 3 数据发送地址线高 

RX0 6 7 I 串口 0 数据接收 

TX0 7 8 O 串口 0 数据发送 

RX1 8 9 I 串口 1 数据接收 

TX1 9 10 O 串口 1 数据发送 

RX2 11 12 I 串口 2 数据接收 

TX2 10 11 O 串口 2 数据发送 

RX3 13 14 I 串口 3 数据接收 

TX3 12 13 O 串口 3 数据发送 

OSCI 16 18 I 时钟输入 

OSCO 15 17 O 时钟输出 

VCC 3 4 14 3 4 15 16 --- 电源 

GND 5 5 6 --- 地 
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5  设计选型 

SP233   X    XX   X 
     

                                
                                    A        B     C         D 

表 2    
代码 内容 

A 一个 UART 串口扩展为三个 UART 串口芯片系列(高速系列) 

B 7 发送 接收的数据位为 7 位数据 
8 发送 接收的数据位为 8 位数据 

C 
DP 双列直插封装 
SO 双列宽体贴片封装 
SS 双列缩小窄体贴片封装 

D C 民用级 0°C ~70°C  
 I 工业级 -40°C ~85°C  

  
 
6  功能框图(DIP 和 SOIC 封装) 
 
 

     
            
      图 3   内部功能框图 
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7  应用说明 
 SP2337DP 适用于 7 位数据位的应用 SP2338DP 适用于 8 位数据的应用  
 串口 0~串口 2 为三个较高波特率的串口 子串口   
   串口 3 为高波特率串口 母串口 它的数据传输速率是子串口的 4 倍

例 如输入的时钟频率 fosc_in为 10.00MHz 则串口 3 的波特率为 19200bps 串口

0~串口 2 的波特率为 19200bps/4=4800bps 如果需要在串口 0~串口 2 上获得波特

率 K 则只需按下面的公式 K=4800*fosc_in(MHz)/10.0(MHz) (Bps) 改变输入

时钟频率即可(注 fosc_in 20.0MHz)  
 ADRI0 ADRI1 为下行地址线 00 01 10 分别对应三个子串

口 串口 0 串口 1 串口 2 地址线 11 为串口 3 的地址 它也是

SP2337/8DP 等的功能配置地址  
 具体应用参见例子 如果上位机需要将数据 0X28 由串口 2 发送出去 则

需要先将 ADRI1 置为 1 ADRI0 置为 0 再将数据 0X28 通过上位机

的 UART 口发送到串口 3 即可 向串口 3 地址为 11 写入数据 0X35
或 0XB5 将实现芯片软件复位 复位时间为 30.75mS 如果写入的数据为

0X55 或 0XD5 则芯片将进入 Sleep 模式  
 芯片 Wake  up 条件为 向串口 0~串口 3 中的任意一个数据接收端口写入

数据 由于 SP2337/8XX 的唤醒时间需要 25mS 左右 用于芯片唤醒的数据将不

能够被正确接收 建议采用下面的芯片唤醒流程 先发送一个字节数据 如

0X66 用于唤醒芯片 延时至少 25mS 后即可进行有效的数据传输  
   注 为了快速可靠的传输批量数据可以采用下面的方法实现数据快速可靠地

接收 发送  
 如上位机只需要向一个串口发送数据 则可先向该串口发送完一个字节

数据后再向地址 11 串口 3 的地址 连续发送四个字节 0X00
其后再向需要发送数据的串口发送下一个字节的数据 再向串口 3 发送

四个字节 0X00 … … 以此方式循环发送即可  
 如果上位机需要向两个串口分别发送两个数据块 则可以先分别向两个

相应的子串口发送一个字节的数据后 再向串口 3 发送三个字节的

0X00 再分别将两个数据块的下一个字节发送到两个子串口… … 
 如果上位机有三个数据块需要分别向三个子串口发送 则可以先向三个

子串口分别发送一个字节的有效数据后再向串口 3 发送两个字节的

0X00 再循环向三个子串口发送有效的数据… … 
具体应用请到公司网站下载相应例子程序  
注 写入串口 3 的用于延时的数据只能是 0X00 如果写入的是其他数据

将产生不可预料的结果  
 ADRO0 ADRO1 为上行数据的串口地址线 00 01 10 分别

对应串口 0 串口 1 串口 2  
 串口 3 接收数据处理 当上位机的 UART 接收到由串口 3 送来的数据时 立

即读取地址线 ADRO0 和 ADRO1 的状态 根据两条地址线的状态即可判断接收

到的数据是由哪个串口上传的  
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8  SP2337/8XX 极限参数 
 工作温度 0°C~70°C 或-40°C ~85°C 可选  
 存储温度  -65°C~125°C  
 最高工作电压 6.0V  

 
9  直流电气特性 

      测试温度 0°C~70°C VCC=5.0V±5% GND=0V  
 
 表 3 

特性 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 

工作电压 2.4  5.5 V  

输入低电平 GND  0.8 V  

输入高电平 2.0  VCC V   

输入漏电流 -1.0 0 +1.0 A  Input  pin  at  VCC  or GND 

输出低电平   0.6 V  IOL=5.0mA 

输出高电平 3.7   V  IOH=4.0 mA 

输入时钟 1 DC  20.0 MHz  VCC=5.0V 

输入时钟 2 DC  16.0 MHz  VCC=3.0V 

工作电流 1  1.2 1.7 mA 
 Fosc=4.0MHz 
 Input  pin  at  VCC 
 Output  pin  floating 

工作电流 2  4.4 7.6 mA 
 Fosc=20.0MHz 
 Input  pin  at  VCC 
 Output  pin  floating 

睡眠电流  0.5 1.2 A  Input  pin  at  VCC 
 Output  pin  floating 
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10 型应用电路 

 
 

 
图 4 
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11  装信息 

 
 DIP 封装 

 

 
 

图 5   DIP 封装数据 
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 SIOC 封装 

 

 
 

图 6     SOIC 封装数据 
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 SSOP 封装 

 

 
 

图 7  SSOP 封装数据 
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